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A b st ra ct The relationships betwe巴nmorphology組 dphysical prop巴出回 ofcured epoxy resms blended with 
thermoplastic polyureth岨 eelastomers(TPUs) were mvestigated. TPUs with hard segment/epoxy resin 
blends were prep紅edby a in-situ polymerization metbod m出eepoxy resin. Bending properties阻 d
frac制retoughness of cured ones w巴reimproved as compared with unblended epoxy resin and也巴y
were afD巴ctedby the amount of TPUs and molecular weights of macro-glycols. The results of dynamic 
mechanical properties(DMA)組 d出ermalanalysis(DSC) of cured TPU/epoxy resin blends showed由at
也巴 morphologiesof the cured blends were varied by the amount of TPU s， molecular weights of 
macro-glycols and出epresence of hard segments in TPUs. 
1. (;まじめに
建材や家具などから人体に悪影響を及ぼす恐れがある




































































































比はそれぞれの PTMG: MDI : BD = 1 : 2 : 1である。
比較対象のハードセグメントをもたないPUは、エポキ
シ樹脂に所定量の PTMGを混合後、 NCOIOH=lのMDI



















曲げ物性は，硬化物から 10mmx 100mm x 2 mm試
験片に切り出し，三点曲げ試験を万能引張り試験機(オー














温速度50C/mm.，測定周波数 11Hz，測定温度範囲 15 
o OC~ 150 ocにて測定した。
示差走査熱量分析は，アルミパンに少量の試料を取り 3
理学電気社製の示差走査熱量計四ennoplus (DSC8230， 


























2000， 5000， 6500， 8000rpmにおいて 10μm，5μm，3.75
μm，2.5μmと小さくなり，その占める割合も， 18 %， 
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外見上の差は見られない。表1に得られたブレンド物の
略語及びポリウレタンの GPC測定結果を示す。数平均
Table 1 Molecular Weight and Abbr巴viationof TPUs 
Method Polyol Abbreviation Mn Mw 恥'IwjMn
Prepolymer PTMG650 TP-PT06 15000 23000 1.52 
PTMG1000 TP-PT10 19000 27000 1.42 
PTMG2000 TP-PT20 21000 33000 1.58 
PT恥1G3000 TP-PT30 18000 29000 1.61 
One-shot PTMG1000 PU-PT10 29000 41000 1.42 
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Fig. 3 Relationship between bending properties of 
TPUjEp blends and amount of TPU 
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Fig. 4 Relationship between fracture toughness of 
TPU jEp blends and amount of TPU 
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Fig. 5 Temperature dependence of tan δ且ndstorage 
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Fig. 6 Temperature dependence of tan δand storage 
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Fig. 7 Temperature dependence of tan δand storage 
modulus of TPUjEp blends 








ブレンドによってTgが 10~ 15 oCほど低温側に移動し，
室温倶IJにかなり幅広くなった。ブロードな3分散は， p 



































DSC thermograms of cured TP-PT06jEp blends 
1;50phr， 2;40phr， 3;30phr， 4;20phr， 5;10phr 
250 200 150 100 
Fig.8 





鎖の結晶融解(Tm)に基ずく吸熱ピークが 35~ 38 oCに
見られるようになり，分子量及びブレンド量と共にその
ピークが大きくなった。ブレンド硬化物の Tgは，分子





300 250 200 150 100 30 50 
クはこの硬化条件下での未反応分と考えられるが， TPU 
ブレンド量及びP百({G分子量の増加によって小さくな T母mpぽature/ oC 
DSC thermograms of cured TP-PT10jEp blends 




















DSC thermograms of cured TP-PT30jEp blends 
1;50phr， 2;40phr， 3;30phr， 4;20phr， 5;10phr 




































尚，この報告には日本接着学会誌， 36， 266 (2000)から
一部引用しました。
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